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【113 年 2 月份第 510 期產業經濟摘要】 

 記憶體製造業之現況與展望 

一、產業範疇與特性 

(一)產業定義 

記憶體(Memory)為積體電路製造的產品之一，是用於儲存資料

的電子裝置。依照其資料儲存的特性，一般可分為揮發性記憶體(如

DRAM 等)以及非揮發性記憶體(如 NAND Flash 等)二大類。其中以

具價格與容量優勢的 DRAM 以及易於擴充且讀取快速的 NAND 

Flash 為市場應用大宗。 

(二)產品應用範圍 

考量電子產品之儲存容量、運算速度、存取特性及成本等使用

需求，在不同功能區段採用不同的記憶體產品，以達到最大的經濟

效益。如電腦中的儲存單元為例，則包含暫存器、快取記憶體、主

記憶體及輔助記憶體等。  

(三)產業鏈 

記憶體製造業上游為晶片設計，惟設計廠商皆為垂直整合製造

廠，縱向整合產業的上中下游，部分產品仍會外包給中下游業者。

中游包含晶圓代工、模組組裝、封裝測試業者。下游為電腦、手機

等終端應用廠商，或一般消費通路。 

二、全球錯誤! 找不到參照來源。概況 

(一)全球經濟前景不明，需求低迷抑制記憶體出貨表現 

受到通膨、俄烏戰爭與地緣政治的影響，2023 年全球經濟前景

仍位處混沌不明的狀態，傳統消費性電子產品的需求仍然受到抑

制。依據 Digitimes 預估，2023 年全球智慧型手機出貨量預測持續

下修至 10.4 億支，年增率為-6.6%，預期要到 2024 年才會出現復甦。

而 PC 產品，則是面對庫存過剩的課題，依市場研究機構 Gartner
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報告，全球 PC 製造商第三季出貨量為 6,368 萬台，較去年同期下

降 9.8%，為連續八季下滑。 

由於記憶體多為大宗標準型產品，易受到景氣波動影響，產品

價格變動速度較為明顯自 2022 年以來，供應鏈客戶端為規避風險，

紛紛調降安全庫存水位，致力於打消手中庫存，造成對上游記憶體

廠商拉貨力道意願持續低落，也讓 2023 年全球記憶體市場規模持

續下修至 923.07 億美元，比 2022 年衰退 35.5%。 

(二)高速運算需求提升，為記憶體市場帶來新契機 

全球淨零趨勢下，電動車的高速成長動能，同時伴隨 AI 技術

的快速發展，相關設備的建置也不斷擴展，其成長性也十分顯著。

而不論在自動駕駛系統或 AI 伺服器中，高效能運算皆為核心且必

要的關鍵技術。為了實現高效能運算，對於記憶體的容量、速度、

延遲性、頻寬及格式皆有較高的要求： 

1.記憶體容量：高效能運算系統需要大容量記憶體，才能處理海量

數據，否則運算效能受限。 

2.記憶體傳輸速率：記憶體的讀寫速度直接影響高效能運算和通訊

傳輸的效率。 

3.記憶體延遲：記憶體的延遲越低，對高效能運算應用的反應時間

影響越小，運算排程可以更緊密。 

4.記憶體頻寬：記憶體頻寬決定了高效能運算系統中不同運算節點

間同步處理數據的能力。 

5.製程/儲存格式：高效能運算需要使用特殊的記憶體格式，如高

頻寬記憶體 (HBM)、非揮發性雙列直插式記憶體模組

(NVDIMM)等，以獲得更高的記憶體頻寬與更低的延遲。 

AI 運算相關功能的伺服器因市場對高運算能力需求高漲而攀

升，根據調研機構集邦科技（TrendForce）預估，2022 年至 2026

年AI伺服器出貨量年複合成長率為 29%。而車用HPC(高效能運算)
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則因自動駕駛功能持續擴增，也帶動相關 AI 運算設備需求成長，

研調機構顧能（Gartner）估計，在 2022~2027 年期間汽車 HPC 半

導體市場的年複合成長率將達 27%。高效能運算力的持續提升，除

了帶動新一波對於更高運算能力的先進製程需求，協助實現高速運

算與存取功能的記憶體，亦是市場需求成長最明顯的動能。 

(三)地緣政治干預，新技術投資脫離中國 

美國於 2022年頒佈新政策，擴大限制 18奈米以下DRAM、 128

層以上 NAND Flash 以及 14 奈米以下邏輯晶片等製造設備，輸出給

位於中國的美商與其他美國以外的半導體製造公司，迫使記憶體巨

頭三星重新評估在中國投資的計畫。因此三星手中高達 200層的 3D 

NAND Flash 技術，無法移轉給仍使用 100 層 3D NAND Flash 技術

的西安廠。同時又因無法更新西安廠的半導體設備，製程技術難以

升級，導致西安廠的效率未來發展受限。另外因美國晶片法案通過

後，三星接受美國政府補助在美國建廠，必須接受法案中的「護欄」

附帶條款，10 年內不得在中國擴充或升級先進晶片技術產能，因此

在使得三星在新技術投資策略轉往韓國本地、日本、越南等其他區

域。 

三、我國錯誤! 找不到參照來源。概況 

(一)我國記憶體產業產銷現況 

記憶體產業方面，DRAM 第三季已進入築底階段，與 NOR 

Flash(編碼型快閃記憶體)在市場的需求均逐步回溫，ROM(唯讀記

憶體)則呈小幅衰退，依工研院資料，第三季記憶體與其他製造產

值為新臺幣 440 億元(USD$1.5B)，較第二季成長 2.8%，惟仍較去

年同期衰退 13.7%，另預估 2023 年整年度記憶體與其他製造產值

則為新臺幣 1,754 億元(USD$5.9B)，較 2022 年衰退 25.6%。 
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 (二)我國業者聚焦於電競、工業務聯網、邊緣 AI 等應用 

由於個人電腦、智慧型手機、固態硬碟等消費性市場的需求持

續不振，且 2023 年前三季，DRAM 顆粒與 NAND Flash 的價格因

記憶體供應鏈處於供過於求狀態而出現明顯跌勢，因此我國各大模

組廠 2023 年下半年以來持續拓展垂直領域應用新商機。 

1.十銓科技：針對電競市場推出 DDR5 記憶體或者是相關模組化產

品。 

2.創見資訊：針對網通、AI 伺服器與現代資料中心等高階工業應

用，推出工業級 DDR5 記憶體模組與固態硬碟。 

3.宇瞻科技：在推出專為影像工作者與專業攝影師所設計之高性能

記憶卡解決方案的同時，提供「機聯網總體解決方案」，應用 IIoT

工業物聯網技術實現工廠環境與機台設備的監控，透過 LED 看

板或者是戰情網站可達到可視且透明的高效管理； 

4.宜鼎國際：積極開展 Edge AI 布局，推出全新「空氣感測模組」，

提供高精準度、低算力消耗、低導入門檻的解決方案，能為 AI

邊緣設備擴充加值應用，即時感測空氣汙染物、二氧化碳濃度

等環境指標，以針對智慧城市、精密製造與醫療長照等多元垂

直應用市場進行強化部屬。 

(三)大廠持續減產，產品價格可望從低點緩步上揚 

2023 年因歐美通膨仍顯高漲，全球經濟成長出現減緩，筆記型

電腦、智慧型手機、雲端伺服器等終端買方延緩採購，且消費者購

物預算緊縮而使新舊產品世代交替速度放緩，造成上游原廠庫存水

位居高不下，使 DRAM 價格持續下滑，2023 年 9 月降至 1.35 美元

/個，年減 53.4%。雖市場需求尚未有顯著起色，不過因全球記憶體

大廠持續並擴大減產，第四季起合約價格止跌並微幅回升，而漲勢

是否可以持續，仍待市場拉貨動能回溫而定。 
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儲存型快閃記憶體(NAND Flash)雖也受到歐美各國通膨仍顯

高漲、新興應用領域客戶新案執行進度緩慢，且下游應用產品拉貨

動能持續不彰的衝擊，然因 Client SSD、Enterprise SSD 及 eMMC

等產品尚維持一定的訂單需求，使得價格下跌幅度較不顯著。 

(四)我國主要公司營運概況 

1.華邦電：雖持續提升高階製程產品比重，但面對通訊、電腦、消

費電子領域產品的需求動能不足，整體營收表現下滑。 

2.力積電：下游維持庫存調節階段，拖累稼動率轉鬆，導致整體營

收嚴重下滑。 

3.威剛：產品應用已消費性個人電腦為主要市場，受到景氣影響較

大，所幸 SSD 相關產品銷售狀況有撐，減緩整體營收衰退幅度。 

4.南亞科：消費性及資通訊相關應用比例高，受到終端市場疲軟的

衝擊較為顯著。 

5.旺宏：產品以 ROM 及 NOR Flash 為主軸，應用領域聚焦在電腦、

工業、醫療、航太、車用等領域，受到下游廠商拉貨轉趨保守，

使營收表現不盡理想。 

6.十銓：受惠於國際大廠之雲端伺服器用 DRAM 訂單持續挹注，

2023 年下半年起營收大幅成長。 

7.創見：以工業控制相關產品為主，並持續降低消費型產品占比，

雖減少消費市場低迷的衝擊，但工業控制下游訂單保守，使得

營收表現仍下滑。 

8.宜鼎：雖以工業控制市場為主，然因終端客戶縮減資本支出，使

銷售表現仍受衝擊。 

9.宇瞻：以工控 SSD 為主要產品，訂單表現仍受到景氣緊縮而衰

退。 

10.廣穎：持續布局工業控制與電子商務通路並產生效益，帶動

NAND Flash 銷售表現穩健，維持小幅度營收成長。 
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表 2、我國前十大記憶體/製造、模組、代工廠商營收概況 

                                                       單位：新台幣千元 

廠商 
2022 全年 2023 年 1 至 11 月 

累計合併營收 同期年增 累計合併營收 同期年增 

華邦電 (2344) 94,529,790 -5.06% 68,498,770 -22.21% 

力積電 (6770) 76,086,619 15.95% 40,594,349 -43.61% 

南亞科 (2408) 56,952,275 -33.47% 26,730,358 -51.00% 

旺宏 (2337) 43,487,454 -14.01% 25,790,848 -36.95% 

威剛 (3260) 34,926,941 -11.79% 30,552,952 -6.56% 

創見 (2451) 12,122,350 -15.32% 9,596,401 -15.26% 

宜鼎 (5289) 10,303,229 1.06% 7,595,193 -21.36% 

宇瞻 (8271) 8,797,035 1.32% 7,077,937 -13.56% 

十銓 (4967) 6,723,053 -12.14% 14,527,064 140.31% 

廣穎 (4973) 4,344,538 3.71% 4,084,224 3.51% 

資料來源：公開資訊觀測站(2024/1) / 調查研究部整理 

註:上表依 2022 年記憶體製造業/記憶體模組業 公司營收規模進行排序，惟

力積電因記憶體代工比例較高故放置表中。 

四、錯誤! 找不到參照來源。未來展望與發展趨勢 

(一)全新 AI 平台規格發表，推升高頻寬記憶體需求 

因應 AI 應用快速發展，Nvidia 及 AMD 等國際大廠皆發表的

對應的 AI 運算平台規格，除了大幅度提高運算力及頻寬以外，記

憶體容量也達到 2020 年發表的前一代系統的 500 倍，同時也改採

用高頻記憶體，未來隨著 AI 與運算力的持續躍升，高頻記憶體的

需求也將同步快速成長。 

(二)邁向立體多層的 3D 製程技術 

目前主流製程技術多透過微縮製程來實現，但微縮到一定程度

後會導致成本大幅度上升。因此廠商投入 3D 堆疊技術，可以提高

頻寬、控制封裝體積及降低功耗，但因製程複雜，加上封裝空間密

集，多層間的散熱難度提升，使得冷卻成本隨之提高，成為目前 3D

製程待突破的瓶頸。 

 



 7 

(三)伴隨邊緣運算發展，開拓記憶體應用場景 

隨著 AI、自動駕駛等即時且高運算需求發展，為了降低雲端處

理的負擔，同時提高運算效率，在終端裝置、先進駕駛輔助系統等

設備中的邊緣運算需求快速成長。以車用記憶體為例，目前偏重在

車載娛樂系統，但隨自動駕駛推進到 Level 31以上規格時，高速 AI

運算需求將大幅提升，加上汽車間(V2V)通訊及車聯網(V2X)的應用

日漸普及，車用記憶體對於高頻寬、低延遲、低功耗的需求將同步

提高，帶動高效能運算記憶體的銷售。 

五、產業觀察重點 

(一)下游產業市場 

記憶體使用於各式電子設備中，與下游各應用產業景氣走勢有

密切的關係。 

(二)產品升級與開發 

須配合各領域產品多元的發展，在功能或速度上滿足需求，以

維持競爭力。 

(三)製程技術進程與良率 

本產業之技術製程影響廠商生產成本與競爭力，當製程技術持

續微縮，將可降低生產成本，而良率之高低亦牽動獲利。 

(四)投入資本 

以一座 12 吋廠 7 奈米製程為例，建廠的投資金額高達 100 至

150 億美元，而更先進的製程則需要更龐大的資本投入。廠商的資

本實力與籌資能力相當關鍵。 

(五)規模經濟與價格競爭 

本產業需要透過大量生產而降低每單位成本。且國內外各廠商

競爭激烈，擴大規模與控制成本之間相互牽動，亦為本產業發展之

關鍵因素。 

                                                 
1.自動駕駛分 6 個等級：Level 0 無自動化、Level 1 輔助駕駛、Level 2 部分自動駕駛、Level3

有條件自動駕駛、Level 4 高度自動駕駛、Level 5 完全自動駕駛。 
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 被動元件產業 

由於 2023 年受全球高通膨、地緣政治衝突不斷及中國市場恢復

緩慢等因素衝擊，全球消費性電子產品需求均呈低迷，其中手機、筆

電等消費性電子產品均為被動元件標準品主要終端應用市場，也連帶

衝擊相關被動元件產品需求。而被動元件廠商於 2022 年便開始進入

庫存調節階段，至 2023 年下半年仍持續進行庫存去化，加上受終端

買氣不如預期影響，減緩被動元件產業復甦速度，使得 2023 年被動

元件產品銷售持續呈衰退態勢。 

而近年來在電動車的熱絡發展下，加上近兩年消費型電子產品銷

售低迷，電動車應用領域已成為被動元件大廠搶攻的目標市場。被動

元件於電動車的應用範圍廣泛，包含自駕系統、ADAS（先進駕駛輔

助系統）、電力系統、影音聯網系統、動力系統、充電樁等，被動元

件需求量將較傳統汽車市場呈倍速成長，因此國內大廠也將車用市場

視為近幾年營運重要動能。另外隨著 OpenAI 推出生成式 AI 應用

ChatGPT，CSP(雲端服務供應商)亦持續投入相關 AI 應用服務，推升

AI 伺服器相關業務動能，並帶動相關被動元件需求，其中除 MLCC

外，固態電容、電感及 AI 伺服器光收發模組需求所需的高階差動式

輸出振盪器(differential oscillator)等元件均有望受益於 AI 伺服器商

機，近來科技界掀起「AI PC」、「AI 手機」熱潮，相關被動元件廠商

亦有望受惠。 

展望未來，儘管 2024 年市場供需不確定性因素仍高，且第一季

為傳統電子淡季，使得被動元件產業訂單能見度恐持續模糊，然而預

期終端應用庫存逐漸恢復健康水位，加上電動車市場趨於穩定，及

AI 應用市場進入成長期，有利於挹注被動元件產業成長動能，預計

近三個月我國 IC 封測業景氣將呈現持平格局。 

 AI PC 開創電腦新商機 
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2022 年底以 ChatGPT 為首的生成式 AI 應用問世，掀起了一波新

的 AI 浪潮，2024 年則有望邁入「AI PC 元年」。目前對 AI PC 的定義

上一般認為能執行生成式 AI 功能的電腦即是 AI PC，也就是使用者

將不用像以往一樣，需透過把資料上傳至雲端平台才能進行 AI 服

務，而靠本身單一終端裝置便可進行 AI 運算。而面臨這股 AI 旋風吹

進 PC 業， AI PC 供應鏈上的台廠無不希望掌握這波換機潮來搶攻商

機，除上游的晶圓代工外，其他 AI PC 相關上游相關半導體及中游零

組件產業包括記憶體、封裝、載板、電源供應器及散熱模組，也都有

機會因這波 AI PC 換機潮而受惠。另外在下游方面，電腦代工廠亦有

望繼 2023 年在 AI 伺服器的商機，今年能隨著 AI PC 硬體代工機會而

再挹注新一波的動能；對於電腦製造商來說，AI PC 更是 PC 產業未

來成長的重頭戲。然而因目前 AI PC 價位較高，加上相關 AI 應用仍

尚未普及，因此使用者大多仍呈觀望態勢，如未來相關應用更多元，

促使滲透率上升，加上 AI 技術發展可讓相關硬體成本下降，將有利

於未來 AI PC 銷售成長。 

 紅海危機對全球經濟與產業影響分析 

因以色列與哈瑪斯之間的重大武裝衝突事件引發的「紅海危機」

已經迫使全球前五大航商宣布停駛紅海，並以繞道方式經由南非好望

角輸送貨櫃，讓貨櫃輪供過於求的情況出現改善，貨櫃運價短期內持

續大幅波動現象。統計 2023 年全球約有兩萬四千艘船隻通過蘇伊士

運河，其中包括全球 20％的貨櫃運量、近 10％的海運石油與 8％的

液化天然氣。 

歐洲汽車產業約 70%零組件從亞洲透過紅海運輸供應，這些零組

件主要為汽車電子元件，該地區不斷惡化的局勢，促使相關汽車製造

業開始做出因應，包括提高汽車及其零組件庫存、提高售價及通知客

戶延後交車。PC 供應鏈指出，按照目前市場銷售動能疲軟與通路手

中庫存仍高狀況下，上述航運紛亂對 PC 供應的狀況，影響有限。 
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2024 年 1 月丹麥航運巨頭馬士基宣布，在可預見的未來，所有

船隻不再通過紅海並須繞道好望角，該航程比紅海路線遠 40%左右，

航運的時間和成本都將大幅提升，導致運費大幅上揚。根據中國出口

集裝箱運價指數（CCFI）近期變化，歐洲線漲幅驚人，運價指數在

近 2 個月內暴漲 83%，另外地中海航線亦飆漲 77%，波斯灣紅海航

線亦大漲 70%，同期間整體航線則僅上漲近 4 成。本次紅海航運危機

導致的運費暴漲和貨物延遲交付，勢將傳導至全球供應鏈，推高終端

產品售價，進而影響全球通膨。 

美國能源信息署(EIA)於 2024 年 1 月預估報告則指出，2024 年布

侖特原油均價預估為每桶 82 美元，截至 2024 年 1 月中旬油價為 78

美元左右，顯示紅海危機對油市衝擊有限，價格難以大幅上漲，有利

海運貨櫃輪業者油料成本之控制。 

未來各大航運港口接下來要面對的為如何消化船舶一夕之間全

擠進港口裝卸的壓力和轉嫁給消費者的成本費用，消費者與廠商則是

承受交貨時間上的不確定性以及運輸成本上漲。亞洲農曆年前出貨潮

將至，恐現缺櫃、搶櫃危機，運價上漲導致貿易成本上升，引發短期

供應鏈混亂，皆為紅海危機對海運業的影響，並可能對 2024 年略顯

疲弱的全球經濟產生更為不利衝擊。 

 塑膠循環經濟 

  根據經濟合作暨發展組織（OECD）2022 年出版的《全球塑膠展

望》，近 20 年全球塑膠年製造量成長近兩倍，年廢棄量逾 3.5 億公噸，

成長達 2.3 倍，預估 20 年內會再翻倍並於 2050 年達到 11 億噸。全

球廢塑膠僅 9%被有效再利用，有 19%被焚化，50%被掩埋，且仍有

高達 22%未妥善處置而洩漏於環境中，造成生態危害。 

  2016 年英國艾倫‧麥克阿瑟基金會(Ellen MacArthur Foundation，

簡稱 EMF)出版《新塑膠經濟-重新思考塑膠的未來》(The New Plastics 

Economy-Rethinking the Future of Plastics)，針對塑膠循環經濟 提出資
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源管理建議，包括改善塑膠的經濟與回收、減少洩漏至自然環境的塑

膠、減少循環損失、使塑膠去物質化或與石化原料脫鉤。2018 年艾

倫‧麥克阿瑟基金會 EMF 與聯合國環境署共同提出「新塑膠經濟全

球承諾」，結合品牌企業、零售商、回收商、政府和非政府組織宣布

共同的願景，促進塑膠資源物質的封閉循環。歐盟亦在循環經濟行動

計畫的承諾下，宣示透過塑膠循環經濟策略，以改善塑料的經濟價

值、數量和再使用率和回收再利用率，以減少塑料在環境中的污染，

並將塑料生產與化石燃料脫鉤，並針對包裝與包裝廢棄物進行修訂指

令，以確保 2030 年在歐盟市場上所有塑膠包裝皆可透過具有成本效

益的方式重新使用或回收 。 

  傳統塑膠製造與廢棄物處理過程採用線性經濟模式從石油開

採、煉製、製造、加工、消費、廢棄到焚化或掩埋，在整個生命周期

產生的碳足跡，其中約 90%來自石油製造與轉換過程，若能透過塑膠

的封閉循環再利用，透過各種再利用技術，重新製造為再生材料，回

到塑膠製造加工的產業鏈，從源頭減少石油開採與使用，輔以後端避

免廢塑膠因焚化而產生的空氣汙染，就能達到減碳目的。 

  在塑膠資源循環部分，分為兩大主軸，一為以推動塑膠包裝膜循

環，環保署建置聯繫平台，媒合上下游業者，回收量販店 PE 包裝膜

成為塑膠再生原料。另一為提升品牌產品與塑膠容器再利用再生塑

料，於 109 年 10 月 13 日串聯製造端、使用端以及回收再利用產業，

以自願性方式推動再生塑膠使用，邀集聯合利華、耐斯企業、花王、

綠藤生機等國內知名清潔製品業者，以及容器製造商有美、永裕塑膠

及回收再利用商宏恩塑膠共同響應，宣告於 2025 年非食品級塑膠容

器再生料摻配量達 25%之目標。 

  另經濟部技術處亦致力協助產業創新研發轉型，配合政府「5+2

產業創新計畫」，推動永續科技，委託工研院執行「塑膠循環創新材

料與製程開發技術」計畫，利用廢塑膠與舊衣的化學回收法轉化成新
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材料，如將回收寶特瓶 PET 材質轉化成熱塑性聚酯彈性體（TPEE），

轉而應用於車用密封膠條、進氣管、軸套，或工業用管件、連結件，

以及民生用途之鞋材、塑身衣等；並開發出以 PET 材質經化學法反

應，轉化製造出生物可分解聚酯(PBAT)，可用於塑膠膜、袋等；在混

合廢塑膠開發方面，將混塑／植纖再生母粒製成戶外造景塑木板材；

橡膠、聚氨酯（PU 泡棉）的解聚再生、可熱解鏈熱固性樹脂開發技

術等，皆為塑橡膠再利用的技術。 

  另環保署亦因應塑膠污染、氣候變遷的急迫性，讓循環經濟理念

深入大眾的日常生活，推出「環境即時通」App，可查詢或尋找提供

循環杯、循環容器租借服務的店家，同時鼓勵業者採用循環經濟的模

式，考慮重複使用、以租代買將產品服務化，從源頭減少塑膠包裝，

共創經濟與環境的繁榮。 

 SoIC 封裝技術 

一、SoIC 封裝技術簡介 

  SoIC (System on Integrated Chips)為 2020 年 8 月台積電在技術論

壇推出的高密度 3D 小晶片(Chiplet)堆疊封裝技術，該技術可以將不

同尺寸、功能、節點的晶粒進行異質整合，主要目的係讓先進製程晶

片與多種功能晶片整合以製造出高速、高頻寬、低功耗、體積小的系

統單晶片，因此 SoIC 就類似一個通用 SoC 晶片 。由於 SoIC 是使用

「前端」製程製造的，因此它與 SOC 晶片相同，可以整體整合到各

種「後端」先進封裝技術平台中，如 InFO（整合扇出型封裝）、CoWoS

等技術。另外 SoIC 亦為晶片 I/O(Input/Output，即輸入／輸出) 提供

了較佳的鍵合間距 (Bonding Pitch)可擴展性，藉以實現高密度

(Density)晶片到晶片互連，因此與其他先進封裝技術如 2.5D 及 3D 相

比，可實現更快、更短的連線。 

二、SoIC 當前應用及展望 

  SoIC 技術預計主要用於為 GPU 或 AI 高速運算晶片等，應用範
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圍涵蓋 CPU、GPU、AI 晶片、DRAM、Flash、HBM、感測器、Micro 

LED 等。而目前該技術首發即運用在台積電客戶超微（AMD）新推

出的 MI300 加進器系列，該系列包括兩款 AI 資料中心晶片，一款

是專注於生成式 AI 應用的 MI300X，另一款則是面向超級運算的 

MI300A，該系列採用 SoIC 搭配 CoWoS 技術，用以整合 CPU、GPU、

HBM32。而隨著全球 AI 伺服器市場持續成長，於整體伺服器出貨占

比也持續提升，將有利 SoIC 封裝技術的後續發展，台積電亦於去年

六月宣布其位於竹南的先進封測六廠正式啟用，成為該公司第一座實

現 3D Fabric 整合前段至後段製程暨測試服務的 All-in-one 自動化

先進封裝測試廠，同時為 SoIC 製程技術量產做好準備。 

 

                                                 
2 第三代高頻寬記憶體（HBM3）於 2016 年正式發布，此代標準擴大了記憶體容

量，並提升了記憶體頻寬。 


